EPRONA, a.s. — Technické podminky — DPS

Uvod

Tyto technické podminky se vztahuji na osazovani desek ploSnych spoju sou¢astkami SMD a THD ve firmé
Eprona a.s., dale jen vyrobce, a definuji poZzadavky pro zadavani zakazek do vyroby. Dodrzovani téchto pravidel
a nize uvedenych norem je bezpodmine¢né nutné pro dosazeni maximalni kvality vystup(.

Dokumentace

PFi zadavani nového vyrobku je nutné predat kompletni dokumentaci v elektronické podobé a v ¢eském jazyce.
Dokumentace musi obsahovat:

1. Osazovaci vykresy v ¢itelném provedeni s vyznacenim vSech orientaci u orientovanych soucastek. Kazdy
vykres musi obsahovat jméno vyrobku véetné verze, uréeni strany, kterou zobrazuje (TOP/BOT) a vyznaceny
obrys DPS, reference a hodnoty soucastek.

. Sumarizovanou materialovou rozpisku, véetné povolenych nahrad. Pfiklad viz pfiloha &islo 1.

. Kompletni rozpisku, ktera obsahuje vSechny soucastky véetné mechanickych dilll a ploSného spoje.

. Data pro vyrobu planzet v gerber formatu RS 274 X.

. Data pro osazovaci automaty

. Technické vykresy pro mechanické montaze, jsou-li pozadovany.

. Popis technologickych specialit a pozadavk( na vyrobu, pfip. vyrobni postup.

. Pokud nejsou dodrzeny stejné nazvy (v¢. verze) pro vSechny dokumenty, pfip. neni jasné co ktery dokument
obsahuje, je nutné pfilozit také pravodni list dokumentace.
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Zmeénové Fizeni

VySe uvedené dokumenty jsou u vyrobce pretransformovany do vyrobni dokumentace. Zmény ve vyrobni
dokumentaci mohou byt provadény pouze formou zménového fizeni. Pfi zménovém Fizeni musi zdkaznik predat
zmeénovy protokol a vSechny nové dokumenty, kterych se zména tyka. Existuji dva zpusoby zménovych fizeni:

- ODCHYLKA — tprava dokumentace se tyka pouze aktualni vyrobni zakazky,

- ZMENA — vznika nova vyrobni dokumentace. Zména vytvafi novou verzi vyrobku. Ptvodni dokumentace je
zachovana.

Zakaznik musi v objednavce rozliSovat, jakou verzi vyrobku pozaduje vyrobit.

Podklady pro strojni osazovani SMD

Pro strojni osazovani je nutné pfedavat polohopis osazovanych souc¢astek, tzv. osazovaci data. Jsou to textové
soubory obsahujici popis osazovanych sou¢éastek a polohu jejich geometrického stfedu na DPS,

viz pfiloha ¢&islo 3.

Pro kazdou osazovanou stranu DPS se data pfedavaji v samostatném souboru.

Format pfedavanych dat je libovolny textovy soubor s oddélovaci.

Nazev soubort musi korespondovat s dokumentaci v€etné strany, pro kterou jsou data uréena.

Soubory mohou mit maximalni délku nazvu (véetné verze) 19 znakd.

Data musi obsahovat:

1. soufadnice navadécich bod, které slouzi k sesouhlaseni DPS v osazovacim stroji,

2. referenci soucastek (R1,R2, C145, D56, ...),

3. hodnotu soucastek - pokud neni uvedena tolerance hodnoty a hmota (napfiklad 10K_1%,
100nF_20%_X7R,...),vyrobce pouzije soucastku podle svého uvazeni,

4. pouzdro soucastek (C0805, R0402, SO16, SMA, ...),

5. soufadnice geometrického stfedu soucastek v ose X a Y (nikoliv napf. stfed nozi¢ky ¢.1),

6. rotaci (nato¢eni soucastek),

7. informaci o jednotkach soufadného systému.

Pokud jsou na desce soucastky, které nemaji byt osazeny, je nutné do osazovacich dat napsat misto hodnoty
neosazovat, pfipadné neos., NA, atd.

Dale je nutné, aby hodnoty byly pojmenovany stejné. Nepfipustna je zaména velkych a malych pismen, déale
nelze sou¢asné pouzivat M1, 100N, 100nF.

Dulezité je rozdélovat pouzdra u rezistord, kondenzatorl a civek, zna¢enim pred velikosti. (R1206, C1206)
V souborech pro strojni osazovani SMD nesmi byt klasické soucastky!!!

Maximalni délka hodnoty sou¢astky ve sloupci Hodnota je 19 znakd.

Zadné poznamky a jiné popisy nez uvedené nelze pfenaset do osazovacich strojt.
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Podklady pro vyrobu planzet

Parametry planzety pro sitotisk maji velky vliv na kvalitu produktu. Z tohoto ddvodu upfednostriujeme takovy
postup, kdy zakaznik doda data, a my v naSi rezii vyrobu planzet realizujeme. Upfednostfiujeme data ve formatu
RS-274-X (Extended gerber).

- PlanZeta musi splfiovat doporuceni ohledné redukci a tloustky zakladniho materialu, viz pfiloha ¢islo 1.
Pfedavana data musi byt spravné redukovana (pfipadné antiredukovana) dle doporuceni.

- Spolu s daty pro planZety je nutné pfedavat i vrstvu obrysu desky a doporuc¢ujeme i vrstvy horni a spodni meédi.
- Planzeta musi obsahovat pfedepsané navadéci body pro sesouhlaseni planzety a ploSného spoje.

- U planZety palené laserem je nutno dat pozor na jeji spravnou orientaci (taper thel).

V pfipadé planzety dodavané zakaznikem musi byt planZeta ozna¢ena jménem zékaznika a jménem vyrobku
véetné verze, na ktery je uréena. Oznaceni musi byt provedeno neodstranitelné, napfiklad naleptanim, nebo
gravirovanim.

Maximalni Sife tiskového motivu je 300mm a maximalni délka tiskového motivu je 350mm.

Optimalni rozmér tiskového motivu je 220x250mm

Nestandardni rozméry je moZné dohodnout s technologem.

VeSkeré rozméry pfi panelizovani desek plosnych spoji a navrhu planzet je vhodné konzultovat s pracovniky

Useku technologické pfipravy vyroby (TPV).

Predavany material
DPS

Max. rozméry zpracovatelnych desek ploSnych spoju jsou: pro ruéni sitotisk UNIPRINT 300 x 350 mm, pfi
neprekroceni maximalniho rozméru tiskového motivu.

Rozméry desek zpracovatelnych v osazovacich automatech jsou od 50x50 mm do 300x350x4mm.

Dodavané desky plosnych spojli musi mit zajiSténou rovnobéznost hran s pfesnosti 0,5mm.

Nesmi byt zkroucené, nebo jinak deformované, bez mechanickych otfepu a uvolfujicich se ¢asti. Povrch desek
musi byt rovny pajitelny a pro danou technologii vhodné povrchové upraveny.

Minimalni vzdalenost soucastek od okraje DPS je 4mm. Pokud toto neni dodrzeno je nutné technologické okoli.
DPS musi obsahovat vhodné navadéci znacky pro osazovaci automat a sitotisk i v pfipadé Ze se jedna o
multipanel. Viz pfiloha &islo 2.

Sou éastky

Zakaznikem dodavané souc¢astky musi splfiovat nasledujici pravidla:

- musi byt dodany v dostate¢ném mnozstvi, zohlednujicim i technologicky lom,

- musi byt pajitelné, nezoxidované, neposkozené,

- musi byt ozna¢eny hodnotou,

- musi byt oznaceny informaci, zda splfuji poZzadavky RoHS - pokud ne, budou povazovany za nevyhovujici
RoOHS.

Baleni sou ¢astek:

- soucastky musi byt vhodné balené s ohledem na jejich prepravu, skladovani a nasledné rozbalovani a
zpracovani,

- soucastky musi byt balené v pasech, ty€ich, nebo v paletach (pozor na orientaci).

- soucCastky balené v pasech museji mit zavadéci pas v dostate¢né délce (nosi¢ soucastky alespori 20mm a kryci
folie alespori 200mm).

V pfipadé nedodrzeni podminek pro baleni sou¢éastek si vyrobce vyhrazuje pravo Gétovat zakaznikGim viceprace
spojené se zpracovanim téchto soucastek.

Spole¢né s pfedavanim materialu je bezpodmineéné nutné predavat i dodaci list, ktery obsahuje vesSkeré
informace o pfedavaném materialu véetné pro jakou zakazku je uréeny.

Pouzivané zkratky

IPC — (Association Connecting Electronics Industries ) IPC je sdruzenim vyrobcu elektronickych pfistroju, vyrobct
desek plosnych spoju, spolec¢nosti, které dodavaji sluzby, stroje a materialy pro elektronickou vyrobu a

dodavatell t&chto spole¢nosti.
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ROHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je nafizeni zakazujici pouziti nebezpecénych latek v
elektrickych a elektronickych vyrobcich vydanou Evropskou komisi 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v
platnost 1.&ervence 2006.

Cilem nafizeni RoHS je zakazat pouzivani nebezpecnych latek pfi vyrobé elektrického a elektronického zafizeni
a tim pfispét k ochrané lidského zdravi a zivotniho prostfedi.

Direktiva RoHS zakazuje pouzitit échto latek:

Kadmium

Rtut

Olovo

Sestimocny chrom

Polybromované bifenyly (PBB)

Polybromované difenylethery (PBDE)

Pouzivani zafizeni obsahujici uvedené t&€zké kovy a retardanty hofeni (PBB, PBDE) nad uréeny limit je direktivou
zakazano.

Direktiva stanovuje jisté vyjimky pro néktera zafizeni z ddvodu nutnosti pouZziti zakazanych latek pfi
technologickych

postupech vyroby.

OA - osazovaci automat, stroj pro automatické osazovani DPS SMD souc¢astkami.

DPS — deska plosného spoje

SMD - (surface mount device) sou¢astky pro povrchovou montaz
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RS-274-X — rozSifeny datovy format gerber, obsahuijici i D-kody

R — rezistor

C — kondenzétor

D — dioda

T — tranzistor

Prilohy:
Priloha €islo 1:

Materialova sumarizovana rozpiska

SMD mounte.ulp verze: 25.8.2006
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SEZNAM VSECH SOUCASTEK OBOU STRAN - BILL OF MATERIAL
Vyrobek: Pocitac_V1.brd

Datum exportu: 30.10.2008 09:49:53
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkhkhhkkhkkkkkkkkkkhkkhkhkhhhkhkkx
13 different devices

Qty Value Package Parts

1 3,3nF/svitek C-5 C2

1 10nF/50V C0805 C1

1 100M/25V ES-5 C8

1 100N/16V C-5 C5

1 100nF/100V C-7,5 C3

1 74HCT123D SO16 IC4

11297 DIL20IC1

3 6N137 DILO8 OK1, OK2, OK3

1 BSS138 SOT23 Q1

1 OR R1206 R15

122K R-10R9

147K R1206 R10

1 9x4K7 SIL10 RN1
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Priloha éislo 2:

Navadéci znacky

PFiloha éislo 3:

Ukéazka osazovacich dat pro strojni osazovani SMD
*kkkkkkhkkhkkkhkkkhkhkhkhkkhkkhkkkhkkkhkkhkhkkikx

SEZNAM SMD SOUCASTEK STRANY BOT
Vyrobek: Pocitac_V1.brd

Datum exportu: 30.10.2008 09:49:52
*kkkkkkhkkhkkhkkkhkhkhkhkhkkhkkhkkkhkkhhkhhkkikx

Part ;Value ; Package ;X (mm) ;Y (mm) ; Orientation
FIDU1,; ;Circle_1.2 ;10.37500 ;5.05000 ;0

FIDU2; ;Circle_1.2 ;152.12000 ;180.25800 ;0

C1 ;10nF ;C0805 ;106.11000 ;48.89500 ; 90

C6 ;100nF ;C0805K ;87.06000 ;70.48500 ;180

C7 ;100nF ;C0805K ;90.87000 ;70.48500 ; 0

C10 ;100nF ;C1210 ;115.63500 ;48.89500 ; 90

D9 ;4007 ;MLL-41 ;121.35000 ;98.74250 ;180

D10 ;LED red ;MLL-34 ;125.47750 ;92.71000 ; 90
IC4 ;74HCT123D ;S016 ;116.27000 ;55.88000 ;180
Q1 ;BSS138 ;S0OT23;118.81000 ;43.81500 ;180
R10 ;47K ;R1206 ;109.92000 ;55.88000 ; 90

R12 ;560R ;R0603 ;121.35000 ;92.07500 ; O

R13 ;560R ;R0603 ;121.35000 ;81.28000 ; 0

R14 ;560R ;R0402 ;121.35000 ;70.48500 ;180

R15 ;0R ;R0402 ;114.36500 ;93.34500 ;270

R16 ;470 ;R1206 ;121.35000 ;96.20250 ; O



